
的有功分量同相称为与电流
•••

UIU a

ϕcosUUa =

IUUIP a== ϕcos而有功功率

ϕ

•

U

•

aU

•

rU

•

I



的无功分量称为正交与
•••

UIU r ,
ϕsinUU r =

IUUIQ r== ϕsin而无功率

复功率可写为
••

= *   IUS
••

= * IZI ZI 2 =
ee jXRZ +=其中

ϕ

•

U

•

aU

•

rU

•

I
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U

•
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eG ejB

一个不含独立电源的一端口可以用等效导纳YYYY表示。

的有功分量同相称为与电压
•••

IUIa

ϕcosIIa =

的无功分量称为正交与
•••

IUI r ,
ϕsinUU r =



rUIQ =
复功率可写为

••

= *   IUS
••

= *)( UYU *2 YU=
ee jBGY +=其中

这样 aUIP =

ee jBGY −=*



可以证明

正弦电流电路中总的有功功率

是电路各部分有功功率之和，

总的无功功率是电路各部分无功功率之和，

即有功功率和无功功率分别守恒。

电路中的复功率也守恒，

但视在功率不守恒。



三、功率因数的提高

ϕcosUIP =
ϕcos 是电路的功率因数。

电压与电流间的相位差或电路的功率因数决

定于电路（负载）的参数。

只有在电阻负载的情况下，电压和电流才同

相，其功率因数为1111。
对于其他负载来说，其功率因数均介于0 0 0 0 与1111

之间。



功率因数不等于1111时，电路中发生能量互换，

出现无功功率。这样引起下面两个问题：

1111、发电设备的容量不能充分利用

2222、增加线路和发电机绕组的功率损耗

提高功率因数的意义
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与电感性负载并联静电电容器。
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提高功率因数的常用方法：



•

U

1

•

I

2

•

I

•

I1ϕ
ϕOOOO

=2I

••

= UCjI ω2

CUI ω=2

U
IC

ω
2=

并联电容CCCC的计算

11 sinϕI ϕsinI−



提高功率因数，是指提高电源或电网的功率因

数，
而不是指提高某个电感性负载的功率因数。
并联电容后并不改变原负载的工作状况，
所以电路的有功功率并没有改变，
只是改变了电路的无功功率，从而使功率因数

得到提高。

提高功率因数的含义
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